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(57) Abstract: The invention relates to a method for measuring the thickness of a discoidal workpiece serving as a substrate for
electronic components, comprising the steps: Infrared radiation is applied to the top surface of the workpiece, wherein a first ra-
diation component is reflected at the top surface and a second radiation component penetrates the workpiece thickness, is retlected
at the bottom surface of the workpiece, and exits the top surface of the workpiece again, the first and the second radiation com-
ponents interfere with each other forming an interference pattern, and the optical workpiece thickness between the top surface and
bottom surtace of the workpiece is determined using the interference pattern. According to the invention, the mechanical workpie-
ce thickness is determined from a measurement of the intensity of the reflected and/or transmitted infrared radiation, considering
the optical workpiece thickness.

(57) Zusammenfassung:
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Veroffentlicht:

—  mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz

3)

Die Erfindung betriftt ein Verfahren zum Messen der Dicke eines scheibenformigen Werkstiicks, das als Substrat fiir elektronische
Bauelemente dient, umfassend die Schritte: Infrarotstrahlung wird auf die Werkstiickoberseite gerichtet, wobei ein erster Strah-
lungsanteil an der Oberseite reflektiert wird und ein zweiter Strahlungsanteil die Werkstiickdicke durchdringt, an der Werk-
stiickunterseite reflektiert wird und wieder an der Werkstiickoberseite austritt, der erste und der zweite Strahlungsanteil interferie-
ren unter Bildung eines Interferenzmusters und anhand des Interferenzmusters wird die optische Werkstiickdicke zwischen der
Werkstiickoberseite und der Werkstiickunterseite bestimmt. Erfindungsgemél ist vorgesehen, dass aus einer Messung der Intensi-
tat der von dem Werkstiick reflektierten und/oder transmittierten Infrarotstrahlung unter Beriicksichtung der optischen Werkstiick-
dicke die mechanische Werkstiickdicke ermittelt wird.



